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Charakterisierung und Modellierung von Materialien fiir die Anwendung in der

Mikroelektronikindustrie

Die Anforderungen an die Zuverlassigkeit und Leistungsfahigkeit von Halbleiterbauelementen steigt stetig, was
eine Weiterentwicklung der verwendeten Materialien erfordert. Dabei ist die Halbleiterindustrie auf die genaue
Charakterisierung und Modellierung von Materialien und deren Eigenschaften angewiesen. Aufgrund der
niedrigen Schichtdicke der verwendeten Materialien kann nicht immer auf standardisierte Testverfahren
zuriickgegriffen werden um relevante Materialparameter zu extrahieren. Eine parallele Entwicklung von prazisen
Simulationsmodellen zu mechanischem Verhalten, plastischer Verformung, Akkumulation von Schadigung, etc.
ermoglicht die Vorhersage von Materialverhalten in verschiedensten Anwendungen. Durch die optimale
Kombination von Materialcharakterisierung und Modellierung kénnen Leistung, Effizienz und Zuverlassigkeit der
Produkte optimiert und gleichzeitig Kosten und Umweltbelastung reduziert werden. Dies hilft Infineon bei der
Entwicklung innovativer Losungen fir eine Vielzahl von Anwendungen, von der Elektromobilitat bis hin zur
effizienten Energieversorgung von Kl-Rechenzentren.

Beispielhaft wird hier die Analyse von Lotballen zwischen Chip und Leiterplatte nach einer
Temperaturwechselbeanspruchung aufgefiihrt. Eine Analyse von Computertomografie-Daten mittels
maschinellen Lernens (ML) erlaubt die automatisierte Segmentierung und Quantifizierung von
Schadensmerkmalen innerhalb aller Lotballe.
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